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ENGC51 - Eletrnica Analégica Inexistentes Engenharia E¥étrica

EMENTA

Materiais para microeletronica: cristais (tecnologia do silicio, tecnologia do arseneto de gélio) e gases
(operacionais, especificos e perigosos), técnicas de litografia, implantagdo de ions, Etching seco (dry etching)
para fabricagio de circuitos integrados, interconexdes e contatos em circuitos integrados, processo MOS e
equipamentos para o desenvolvimento de circuitos integrados (fotolitografia, fornalhas de alta temperatura,
equipamentos para etching, implantadores e equipamentos de metalizagZo).

OBJETIVOS

O curso objetiva permitir ao estudante de Engenharia Elétrica estudar os processos e técnicas com laminas de
silicio para aplicagfio em microeletrénica,

METODOLOGIA

O curso serd ministrado através de quatro horas semanais de aulas divididas em tedricas e experimentais. As
aulas compreender&o no estudo das técnicas de microeletronicas e elaboracdo de um trabalho experimental.

AVALIAGAO

Para a avaliagio do aprendizado dos assuntos abordados nas auias, os estudantes deverdo realizar 3
avaliagbes (duas provas escritas e um trabalho de experimental {TE)).
A média final serd calculada de acordo com a seguinte média ponderada:

B+P +TE

RN

MediaFinal =




CONTEUDO PROGRAMATICO

1 - Materiais para microeletrénica: cristais e gases.
» Tecnologia do silicio.
Tecnologia do arseneto de galio.
Gases operacionais.
Gases especlficos,
(3ases perigosos.
ecnicas e perspectivas da litografia.
Intredugéo.
Sistema litografico.
Mascaras matrizes.
Sistemas de exposigao.
Sistemas de alinhamento.
3 - Implantagéo de fons.
¢ Introdugéo.
¢ Implantador ibnico.
s Iimplantador de fons.
4~ Etching para fabricagéo de circuitos integrados.
»  Etching dmido (wet etching)
¢ Etching seco (dry etching)
» Etching com plamas
5- Interconexdes e contatos em circuitos integrados.
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2.

» Introdugdo
+ Contatos hmicos
« Condutores e portas MQS
e Metalizacio
e Linhas de interconexdo
6 - Processo MOS,
+ [ntrodugdo
+ Processos NMOS
+ Processos CMOS
7 - Equipamentos para o desenvolvimento de circuitos integrados.

Fotolitografia.

Fornalhas de alta temperatura.
Equipamentos para etching.
Implantadores.

Equipamentos de metalizagdo.
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COMPLEMENTAR:

¢ Revistas especializadas - Coletanea de artigos selecionados pelo professor.
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